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L' invention concerne un enduit reticulaire d'adh^sifs 
de collage k chaud, appliqu^ sur des objets plans, notamment 
sur des triplures ou des doublures pour articles vestimentalres* 
Un enduit reticulaire d'adh^sifs de collage k chaud 
5 appliqu^ sur des structures planes est dejk connu, II a acquis 
une importance particulifere pour la fixation dite frontale, par 
laquelle des insertions k base de tissus, de tricots ou de non- 
tiss^s sont scell^es k chaud avec les ^toffes de dessuSj^ par 
example par repassage ou pressage a chaud, L'adhesif scellable 

10 k chaud est appliqu^ g^n^ralement sur 1* insertion sous la 

forme d*un r^seau r^gulier et plus particuliereraent d'un r^seau 
ponctuel, de sorte que I'ensemble form^ de l' insertion et de 
. I'^toffe conserve son toucher souple textile • 

Pour choisir les adhesifs se prStant k I'obtention 

15 d'un tel enduit reticulaire sur des triplures et des doublures, 
il faut tenir compte de ce que ces adhesifs doivent r^sister au 
lavage et au nettoyage k sec> assurer une liaison parfaite par 
adherence k des pressions et des temperatures de scelleraent 
(fixation) relativement douces mdnageant I'etoffe, ainsi qu'en 

20 de courts temps de fixation, et ne doivent pas inf luencer defavo- 
rablement le toucher de 1* ensemble. Les changements de toucher 
et d* adherence, qui se produisent en raison des fluctuations 
inevitables en pratique des conditions de fixation et de repas- 
sage en ce qui concerne la pression, la temperature, la duree 

25 et Inaction de la vapeur, doivent d' autre part Stre aussi faibles 
que possible. II est necessaire enfin qu'on puisse traiter, dans 
des conditions de fixation autant que possible invariables, le 
grand norabre d^etoffes utilisees en confection, qui peuvent 
presenter des differences dans l-epaisseur et le type de fibres, 

50 I'epaisseur et le torsadage du fil, la densite de tissage, 

I'armure, la teinture, I'apprgt, le grattage, etc. Ces conditions 
souhaitables ne sont pas remplies ou ne le sont qu' insuff isamment 
par les insertions k fixer connues jusqu*a present et se trouvant 
dans le commerce. Les adhesifs pour collage k chaud qui sont le 

35 plus souvent utilises k l^heure actuelle, k base de polyamides, 
de polyethylene ou de polychlorure de vinyle, resistent bien aux 
lavages it I'eau et aux nettoyages chimiques ; par un abaissement 
de la temperature de fusion et/ou de la viscosite k l^etat fondu, 
on peut egalement creer facilement des conditions de fixation 

40 adoucies. Les enduits d'adhesifs scellables k chaud connus jusqu^Ji 



BNSDOCID:<FR 2177038A1> 



73 10282 a 2177038 

present ne sont cependant pas pratiquement en mesure d'exclure des 
changements de position, de toucher et d' adherence entre de larges 
limites de leur application et de permettre la fixation dens des 
conditions unitaires du grand assortiment d'etoffes de confection 
5 existantes. 

L' invention a pour but d'eliminer ces inconv^nients, 
c'est-a-dire de r^aliser un enduit r^ticulaire du genre cit^ au 
d^but, qui exclut les changements de toucher et d' adherence sur 
une plage de raise en oeuvre ^tendue et garantit des conditions de 
10 fixation identiques pour le grand nombre d'dtoffes diff^rentes 
connues. Conform^ment k 1' invention, ce but est atteint grSce au 
fait que l' enduit se compose de plusieurs couches, de pr^fdrence 
de deux couches rgticulaires, superpos4es, constitutes par des 
adhtsifs de composition difftrente. L' enduit selon l' invention 
15 se compose par consequent d'une couche de fond ou sous-couche 
rtticulaire qui est appliquee directement sur la structure plane 
et, de preference, d'une ou de plusieurs couches suptrieures 
prtsentant le raSme rdseau et reposant sur la sous-couche. 

L' invention elargit notablement la plage de 

20 tolerance au collage h. chaud de structures planes. La pression, 
la duree, l' action de la vapeur, ainsi que la temperature, 
peuvent subir des fluctuations Importantes sans qu'il n'en 
resulte de changement dans le toucher de la structure plane, 
ni de diminution de 1' adherence. L* invention off re egalement 

25 la possibilite de reunir parfaitement et avec une adherence .• 
impossible k atteindre Jusqu'a present des structures planes. • 
difficilement scellables, par exeraple des " etoff es siliconees, 
a des insertions. Pour sceller de telles etoff es on devait 
souvent appliquer des pressions et des temperatures eievtes. 

30 sous I'effet desquelles I'adhtsif pouvait passer k travers 
1' Insertion et 1 ' etoff e . Avec l' enduit conforme h l' Invention 
ceci ne peut plus se produire. 

L' enduit peut §tre applique non seulement sur des 
tissus, des tricots, des non-tissts ou des mousses, raals aussi 

35 sur du cuir naturel ou artificiel, sur des Imitations de fourrures 
sur des papiers, des papiers peints, du bois, etc. 

II est possible egalement de n' appliquer l! enduit 
que sur certaines parties d' articles planiformes. Un tel rev^te- 
ment partiel est important, par exemple, pour des nappes d'lnser- 

40 tion k fixer dites k plusieurs etages, qui se distinguent, dans 
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des zones d^tennin^es longitudlnales ou transversales, par des 
differences dans le serrage et le type de tissage, la grosseur 
des fibres, la density ou le num^ro du fil, etc. En ralson de ces 
differences, il se produit dans la partie k fixer des variations 
5 d' adherence entre 1* insertion et I'dtoffe, du fait que le passage 
de la chaleur est plus ou moins rapide lors de la fixation. Ces 
variations d' adherence sont compens^es par I'enduit conforme k 
1^ invention en au moins deux couches superposdes formees, dans 
des zones deterrain^es de la nappe, d'adhesifs de composition 
10 diff^rente. 

Le r^seau de I'enduit selon l' invention peut §tre 
forme de lignes, de llgnes entrecrois^es, de spirales, ou 
presenter n'importe quelle autre forme r^guliere ou irreguliere » 
La preference doit §tre donnee toutefois a un reseau de forme 

15 ponctuelle, principalement pour le rev@tement de tissus, tricots, 
voiles ou mousses devant ^tre reunis a des matieres textiles. 
L'enduit en reseau ponctuel est particulierement favorable pour 
les triplures et les tissus de doublure. 

Les proprietes de la matiere constituent la sous-* 

20 couche reposant directement sur la structure plane enduite doivent 
§tre choisies Judicieusement de fagon que, dans les conditions 
d' execution du collage a chaud, cette sous-couche possede un 
fluage thermoplastique plus faible que la derniere couche 
superieure. On y parvient par exemple en faisant varier la visco- 

25 site de fusion et/ou le point de fusion et la plage de tempera- 
ture dans laquelle l^enduit scellable k chaud commence k fondre. 

L'enduit conforme k l' invention se compose de 
preference d'une sous-couche reticulaire d'un adhesif de collage 
k chaud possedant une plus grande viscosite k I'etat fondu 

30 et/ou un point de fusion ou une plage de fusion plus eieves, et 
seulement' d' une deuxieme couche superieure reposant sur le reseau 
de fond et possedant une viscosite au fondu plus faible et/ou 
un point de fusion ou une plage de fusion de niveau inferieur. 
Pour atteindre ce but, on peut par exemple munir une sous-couche 

35 de collage k chaud exempte de plastifiant ou pauvre en plastifiant 
d'une couche superieure contenant une proportion plus grande de 
plastifiant. Les differences dans la sous-couche et la couche 
superieure peuvent §tre creees egalement par des polymferes de 
nature chimique differente, par des polymeres comportant des 

40 proportions de monomeres differentes et par des polymeres dont les 
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degres de polymerisation sont differents. Des sous-couches 
approprlees sont fornixes, par example, de polychlorure de vinyle 
(PCV) k falble teneur en plastifiant, de polyethylene basse- 
presslon a haute viscosity au fondu, de polyacrylates (r^ticu- 
5 lants et non r^ticulants ) , d'alcool polyvinylique (APV), de 
polyamides, de polyurethannes (reticulants et non r^ticulants) . 
Comme couches sup^rieures, on peut utiliser du polychlorure 
de vinyle a teneur en plastifiant ^lev^e, des polyethylenes 
basse-pression a falble viscoslte au fondu, des polyacrylates 
10 non reticulants, de I'APV et - tout particulierement - des 
polyamides et polyurethannes a has point de fusion, le cas 
^cheant contenant un plastifiant. 

Pour produire une couche superieure a teneur en 
plastifiant plus elevee, il est possible enfin d'appliquer sur 
15 la sous-couche un plastifiant pur, en solution ou en emulsion. 
Le plastifiant s'infiltrant par diffusion dans la zone marginale 
superieure de la sous-couche cree pareillemeht une superposition 
de couches de nature adhesive dif f ^rente . 

La forme de realisation pref^ree de l' invention 
20 est representee en section au dessin annexe, la reference "1" 

designant la structure plane (article planlforme) qui porte ' " 
I'enduit, par exemple un tissu de doublure, la reference "2" 
la sous-couche et la reference "3" la couche superieure. 

La sous-couche retlculaire peut @tre produlte de 
25 maniere classique sur la structure superf icielle par un cylindre"'. 
grave ou un pochoir circulaire d' Impression ou cadre, I'adhesif 
pulverulent ou pSteux etant introduit par une racle dans la 
gravure en reseau du cylindre ou dans le reseau de perfora- 
tions du pochoir, d'ou il est applique sur la structure plane. 
30 Apres frittage de la sous-couche, la couche superieure est deposee 
sur les accumulations reticulaires de la masse de la sous-couche. 
II est particulierement indique d' utiliser a cet effet un cylindre 
racleur ou un rouleau d'enduction (roll-coater) . Sur le cylindre 
lisse est appliquee une couche mince d'un adhesif scellable a 
35 chaud, qui est fluidifie par emulsion ou suspension en milieu 
aqueux avec un solvant, un plastifiant ou sous l' action de la 
temperature, ou une mince couche d'un plastifiant, d'une solu- 
tion ou encore d'une emulsion d'un plastifiant, couche qui est 
partiellement reprise par les protuberances des accumulations 
^0 de la sous-couche avec laquelle elle est amenee legferement en 
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contact. On fait defiler la structure plane enduite de la 
sous-couche r^ticulalre sous le cyclindre rotatif et on la 
sfeche ensuite, le cas echeant* Dans des cas except ionnels, une 
couche intermediaire peut Stre n^cessaire entre la couche 
5 sup^rieure et la sous-couche, par exemple s'il apparalt opportun 
d'lnterposer un agent d' adherence entre ces deux couches. 
EXEMPLE 1 : 

Un tissu pour triplure est enduit suivant le precede 

de pulverisation ponctuelle en un r^seau de 20 points par 

10 centimetre cafr^ au moyen d'un cylindre grave par points, 

d^ environ l8 g/ra d'un copolyamide 6-6/6-12 pulverulent (point 

de fusion d' environ 120°C mesurd au banc de Kofler, viscosity de 

fusion h 160°C de I'ordre de 20 000 Po). Apres concretion des 

points, on fait defiler le tissu enduit sous un cylindre racleur 

15 rotatif avee faible application des points enduits sur le cylindre« 

Sur la parol exturne lisse du cylindre est deposee au moyen 

d'un couteau racleur line mince couche d*une solution forrade de : 

50 parties en poids du copolyamide de la sous-couche 

50 parties en poids de plastifiant 

20 70 parties en poids de trichlorethylene 

30 parties en poids d^alcool methylique. 

Les protuberances des points reprennent sur la 

parol du cylindre une partie de la solution. Apres le s^chage, 

1' enduit total repr^sente environ 30 g/ni • 

25 Avec un cylindre racleur ou un rouleau d* endue tion 

on peut ex^cuter facilement les reseaux ponctuels grossiers 

se rencontrant souvent dans des triplures pour vStements, 

comportant un nombre de points allant de moins de 9^ 260 par 
p 

6 cm . L' execution de reseaux ponctuels plus fins, pareillement 
30 usuels, n^cessite toutefois une grande precision de la racle et 
du cylindre . 

Le revStement conforme h l' invention peut n^anmoins 
@tre realise sans difflculte, m^me en un reseau tres fin par 
epandage dans une sous-couche appliqu^e en rdseau et contenant 

35 une mati&re plastique ou une resine visqueuse k pateuse, d'un 
adh^sif scellable k chaud en poudre ou en flocons, ou d'un plas- 
tifiant adh^sif scellable k chaud, ou encore en appliquant un 
enduit d*un reseau scellable a chaud formd d'une feuille composite 
empreinte k deux couches, ou de deux couches superpos^es de nappes 

40 de fils entrecrois^s, les couches ^tant de nature diff^rente; 
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Lors de I'epandage, la poudre ou les flocons 
s'accrochent dans la sous-couche visqueuse a pateuse. L'excedent 
qui ne s'est pas accroche est evacue par aspiration, soufflage 
et/ou secouage. II subsists un enduit reticulaire dont les 
5 couches superposees sont de nature adhesive differente et qui, 
apres le sechage, la g^lification et/ou le frittage eventuel- 
lement necessaires, possede, lors du scelleraent, les propriet^s 
de fluage diff^rentes precit^es. 

L'adhesif ou le plastifiant adhesif ccellable a 

10 chaud en poudre ou en flocons k utiliser a cet effet doit 
§tre relativement fin et selectionne au broyage avec une 
finesse de grain inferieure a 100 microns environ. Pour la 
fixation frontale en vue de la confection de vStements resistant 
aux nettoyages chimiques, il est particulierement avantageux 

15 d' employer des adhesif s scellables a chaud en poudre ou en 
flocons k base de copolyamides, qui possedent un point de 
fusion infer ieur a 125^0 environ, de preference inferieur h 
155°C, et une viscosity de fusion de moins de 20 000 poises, 
de preference de moins de 5 000 poises, a l60°C. De tels 

20 produits, qu'on trouve dans le commerce sous la forme de poudres, 
sont pour la plupart des polyamides ternaires ou quaternaires, 
fabriques h. partir de lactames, d' amides, d'acides carboxyliques 
et de diamines, avec des agents entralnant des ruptures de 
chalne. Ces copolyamides peuvent §tre transformds en fibres 

25 et broyes en flocons, ou etre decoupes, puis §tre utilises sous 
cette forme, conformement h 1* invention, comme flocons sectionnes 
ou broyes . 

On peut utiliser egalement des flocons de poly- 
urethannes, de polyethylene et de polychlorure de vinyle (PCV). 
30 Des poudres d'alcool polyvinylique du commerce conviennent aussi 
a des applications ne necessitant pas une resistance au nettoyage 
chimique . 

Au lieu de poudres d' adhesif s scellables a chaud, 
on peut enfin repandre dans la sous-couche des plastifiants 

35 pulverulents . C'est ainsi par exemple qu'une sous-couche de 

copolyamides peut @tre munie de sulfonamides pulv^rulents ou de 
leurs produits de condensation resineux, le plastifiant penetrant 
en partie dans la sous-couche lors du sechage et du frittage 
(concretion) et abaissant ainsi sa plage de fusion et sa visco- 

40 site de fusion en formant la stratification d^siree. Avec une 
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sous-couche de PCV, il est possible d'utiliser du phtalate 
de dicyclohexyle pulverulent. 

La nature chimique de la sous-couche visqueuse 
a pateuse contenant une matlere plastique, et appliquee sous 
5 la forme d'un rdseau, peut §tre trfes variable. On utilise 
de preference des melanges qui ont ^t^ prepares par delayage 
de poudres de matieres plastiques dans des milieux de dispersion 
aqueux, ou des dispersions de matiferes plastiques toutes pretes, 
le cas ^ch^ant ^paissies. Parmi les melanges aqueux et pateux 

10 appropri^s on peut citer notamraent ceux qui contiennent des 

polyamides, des polyurethannes, du polyethylene basse pression, 
des dispersions a base de PCV^ d'APV, de polyacrylates et de 
leurs produits de copolymerisation, a la condition qu'une fois 
s^ch^s ils possedent, dans les conditions du scellement, un 

15 fluage thermoplastique plus faible que la poudre de matiere 
plastique repandue . 

En dehors de melanges aqueux pateux^ on peut 
utiliser, le cas ^ch^ant, des melanges de poudres de matieres 
plastiques dans des plastif iants, par exemple une poudre de PCV 

20 ra^langee a des quantites relativement faibles de plastifiants 
de polyraeres ; des solutions visqueuses de matieres plastiques 
dans des solvants organiques, par exemple des solutions de poly- 
ur^thannes et de leurs melanges de formation (precurseurs) , 
peuvent ^galement trouver application. 

25 Dans tous les cas, il faut veiller h ce que la 

difference precit^e dans les proprietes de fluage reste assur^e 
aux conditions de scellement- On peut contrSler facilement cette 
difference en s^lectionnant pour la sous-couche des materiaux 
qui possfedent, k l^etat seche, une viscosite de fusion et/ou une 

30 plage de temperature de debut de fusion plus elev^es que la poudre 
de matifere plastique repandue. 

La sous-couche r^ticulaire peut §tre produite sur la 
nappe d*€toffe par un raoyen classique a I'aide d'un cylindre 
grave ou d*un pochoir circulaire de s^rigraphie, I'adh^sif pateux 

35 etant introduit par raclage dans la gravure du cylindre ou dans 
le r^seau de perforations du pochoir serigraphique, d'ou il est 
tranfere h l' article planiforme. Dans la sous-couche pateuse 
encore collante, la poudre de matiere plastique ou les flocons 
sont epandus k I'aide d'un appareil usuel, servant k l' application 

40 d'un enduit en flocons ou en poudre. Cette application par flocage 



BNSDOCID- <FR 2177038A1> 



73 10282 



8 



2177038 



et epandage peat etre assistee par un champ ^lectrostatique 
qui charge les flocons ou la poudre et les projette dans la 
sous-couche. Au-dessous de l' article planiforme en bande peut 
en outre etre dispose un mecanisme batteur, qui frappe la face 
5 inferieure de la bande pendant 1 * application des flocons ou 
de la poudre et en ameliore I'ancrage. Dans le cas ou I'enduxt 
est applique par flocage, les flocons sorit rendus paralleles. 
L'excedent de flocons ou de poudre se trouvant entre les Elements 
du reseau est ensuite evacu^ par aspiration, battage et/ou 

10 soufflage. L' article planiforme traverse ensuite une gaine de 
chauffage, de sechage ou de gelif ication, .dans laquelle la 
sous-couche est sechee le cas echeant et agglomeree avec la 
poudre repandue, sans que la stratification et les differences 
de fluage thermoplastique ne soient perdues. Pour faciliter 

15 1' operation d' impression lors de 1 ' application de la sous- 
couche et pour obtenir une surety de fixation supplement aire, 
on peut ajouter a la masse visqueuse et pateuse de la sous- 
couche des additifs connus, tels que des acides gras . 

Pour la sous-couche et la couche sup^rieure, on 

20 peut utiliser des polyamides, des polyethylenes, de PCV et des 
polyurethannes . Comme sous-couche, il est toutefois avantageux 
de prevoir une feuille formee d'une nappe de fils de polyethylene 
et, comme couche superieure, une nappe de fils de copolyamides, 
le cas echeant avec un plastifiant, Les poly^thylenes doivent 

25 avoir un point de fusion de l*ordre de 125 a 135°C et une 
viscosite de fusion a 160°C d' environ 10 000 a ^^0 000 poises. 
Pour en accroltre l' adherence a la deuxieme couche, on peut 
les utiliser sous la forme de copolymeres, ou encore les modifier 
par des copolymeres, par example d' Ethylene et d' acetate de vinyle 

30 et de leurs pooduits de saponification. 

Des Gopolyamides particulierement appropri^s sont 
ceux qui possedent un point de fusion inferieur a 125 '"C environ, 
de preference inferieur a 115°C, mesure au bloc Kofler, et une 
viscosite de fusion a 160° inferieure a 20 Ooo poises, de prefe-r 

35 rence a 5 000 poises. De tels produits se trouvant dans le 

commerce representent pour la plupart des polyaraides ternaires ou 
quaternaires, obtenus a partir de lactames, d' amides, d* acides 
dicarboxyliques et de diamines avec utilisation d* agents de 
rupture de chalne , 
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Les poly^thylenes, de menie que les copolyamides, 
peuvent etre transformes en feuilles et en f ils et @tre travaill^s 
ensemble par un proced^ classique en une feuille composite 
ou en une nappe de fils a deux couches. 
5 Lorsqu'on utilise des polyethylenes seuls> il 

est judicieux d'accroltre l' adherence entre ceux-ci et les 
copolyamides par des d^charges k effet corona, comme cela 
se fait ordinairement . 

Pour enduire des triplures de maintien et des 

10 doublures avec les reseaux scellables k chaud utilises dans 

le proc^d^ de 1* invention, on opere de maniere analogue h. ce qui 
se fait avec des reseaux scellables a chaud d^Ja eonnus. La 
nappe textile chauffee est r^unie sous une faible pression au 
r4seau scellable k chaud en forme de bande froide dans I'in- 

15 terstice d'un groupe de doublage, de fagon que la couche de 
point de fusion plus 4lew6 ou la plus visqueuse du reseau 
vienne au contact de la nappe textile, Moyennant une commande 
appropri^e de la temperature et par application d'une l^gere 
pression, il se produit en premier lieu, dans le precede 

20 selon l' invention, un ancrage des surepaisseurs reticulaires 
du reseau scellable a chaud, puis une rupture des nervures 
qui fluent en convergeant pour former les surepaisseurs* 
Dans le cas ou la premifere couche est constitute par un 
reiseau de polyethylene, ou d'un copolymere d^ethylene et oil 

25 la deuxieme couche est formde d'un copolyamide, la face 
enduite de polyethylene est mise au contact de la nappe 
textile, et aprfes I'achevement du rev^tement, la structure 
reticulaire de I'enduit se compose pratiquement exclusivement 
de la sous-couche reticulaire en polyethylene et de la couche 

30 de copolyamide reposant sur le reseau. 

Les exemples ci-apres illustrent le precede selon 
l^invention pour I'execution de I'enduit reticulaire par 
epandage des adhesifs ou des plastifiants adhesifs de collage 
k chaud. 
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EXEMPLE 2 : 

TJne nappe de tissu pour triplure est enduite 
par serigraphie en un reseau de 350 points par 6 cm^, d'un 
melange ptteux forme de 58 parties en poids d'une solution 
5 a 1 ,4 % de polyacrylate d'ammonium, 4 parties en poids d'acide 
stearique tres finement divise et 38 parties en poids de 
copolyamide 6/6-6/12 pulverise en grains de grosseur inferieure 
a 100 microns (point de fusion au bloc .Klofer environ 
120°C, viscosite de fusion approximative 20 CCO poises a 

10 160°C). Le poids de ptte humide appliquee est de I'ordre de 
40 g/m . Dans la couclie reticulaire humide, on repand, a 
I'aide d'un mecanisme batteur tournant au-dessous de la nappe 
de tissu, une quantite de poudre de copolyamide 6/6-11/12 
(point de fusion au bloc Kofler 100°C, viscosite de fusion 

15 900 poises a 160°C) telle qu'apr^s I'evacuation par aspira- 
tion, battage et/ou secouage de I'excedent de poudre non 
accrochee, le poids de poudre ancree soit de 10 g/m^, Aprea 
sechage et frittage de la nappe tissee de triplure, le poids 
applique est de 26 g/m^ environ, 

20 EXEIvIPLE 3 : 

Une nappe de tissu pour triplure est enduite 
suivant le precede s eri graph! que , en un reseau de 350 points 
par 6 cm , d'un melange pHteux forme de 58 parties en poids 
d'une solution a 1 ,4 % de polyacrylate d'ammonium, 4 parties 

25 en poids d'acide stearique tres finement divise et 38 parties 
en poids de copolyamide 6/6-5/12 en poudre ou en grains de 
grosseur inferieure a 100 microns (point de fusion au bloc 
Kofler environ 120°C, viscosite de fusion approximative de 
20 000 poises a IGCC). Le poids de p^te humide appliquee 

30 est de I'ordre de 50 g/m^. Dans la couche reticulaire humide 
on repand, a I'aide d'un m6canisme batteur tournant au-dessous 
de la nappe de tissu, une quantite de plastifiant a base d'un 
melange du commerce forme d'ortho-et de para-toluene-sulf ona- 
mides en grains inferieurs a 70 microns, telle qu'apres 

35 I'evacuation par aspiration, battage et/ou secouage de 

I'excedent de^poudre non accrochee, le poids de poudre ancree 
soit de 6 g/m . Apres sechage et frittage de la nappe tissee 
de triplure, le poids applique est de 26 g/m^ environ. 
EXELiPLE 4 : 

100 parties en poids d'une solution a 20 %, 



40 
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dans du trichlorethylene, d'tin polyester du commerce a 
groupes hydroxyle libres, sans groupes isocyanato et allonge 
avec un isocyanate^ sont melangees avec 5 parties en poids 
d'une solution commerciale a 75 % d'un tri-isocyanate dans 
5 de l*acetate d'ethyle et 5 parties en poids d'un accelerateur 
du commerce en solution a 10 % dans un melange d' acetate 
et de chlorure d'ethyle* Le melange visgueiix est applique 
par serigraphie sur une nappe de tissu pour triplure en un 
reseau de 240 points par 5 cm . Dans l*enduit reticulaire 

10 non encore seclie on introduit, a I'aide d*un mecanisme batteur 
et d*un chsuap electrostatique, un floe de fibres fusibles de 
copolyamide 5/5-6/'12 (point de fusion au bloc Kofler environ 
120^0, visoosite de fusion approximative 20 000 poises a 
- 160°C, grosseur de fibre 5,0 den., longueur de fibre 1,0 mm). 

15 Apres le sechage et evacuation par aspiration de l^excedent 

de floe, le poids total applique est d' environ 20 g/'m , dont 

2 w , 

une proportion de I'ordre de 10 g/m de fibres fondues. 
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REVENDIGATIONS 

1. - Enduit reticulaire d'adhesifs pour collage 
a chaud applique sur des articles plats, notamment sur des 
triplures ou des doublures pour articles vestimentaires , 
caracterise en ce qu'il .se compose d'au moins deux couches 
reticulaires superposees formees d'adhesifs de composition 
dif f erente. 

2. - Enduit reticulaire. selon la revendi- 
cation 1 , caracterise en ce que la sous-couche appliquee 
directement sur 1' article plat possede, dans les conditions 
de scellement, un fluage thermoplastique plus faible que la 
couche superieure se trouvant sur elle, 

3. - Enduit reticulaire selon les revendica- 
tions 1 ou 2, caracterise en ce que la sous-couche appliquee 
directement sur 1' article possede une viscosite de fusion 
plus grande et/ou une plage de temperature de debut de fusion 
plus elevee que la couche superieure se trouvant sur elle« 

4-.- Enduit reticulaire selon I'une quel- 
conque des revendications 1 a 3, caracterise en ce que la teneur 
en plastifiant de la couche superieure est plus elevee que 
celle de la sous-couche* 

5. - Enduit reticulaire selon l*une quel- 
conque des revendications 1 a 4, caracterise en ce que la couche 
superieure est formee en majorite de polyamides et/ou de 
polyurethannes a bas point de fusion, le cas echeant contenant 
un plastifiant. 

6. - Enduit reticulaire selon I'une quel- 
conque des revendications 1 a 5, caracterise en ce qu'il 
presente la forme d'un reseau ponctuel. 

7. - Enduit reticulaire selon I'une quel- 
conque des revendications 1 a 6, caracterise en ce qu'il 
est applique sur des tissus, des tricots, des etoffes non- 
tissees ou des mousses. 

8. - Enduit reticulaire selon I'une quel- 
conque des revendications 1 a 7, caracterise en ce qu'il 
n'est applique que sur une partie de triplures etagees. 

9. - Precede de preparaticn d'un enduit 
reticulaire selon I'une quelconque des revendications 1 a 8, 
caracterise en ce que la couche superieure d'adhesif est 
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appliquee sur la sous-couche avec im cylindre racleur ou un 
rouleau d' enduction. 

10,- Precede de preparation d'un enduit 
reticulaire selon I'une quelconque des revendications 1 a 8, 
5 caracterise en ce que, dans une sous-couche visco-pSteuse appli- 
quee en un reseau et contenant une matiere plastique ou une 
resine, est repandu sous la forme de poudre ou de flocons 
un adhesif ou un plastif iant-adb.esif scellable a chaud. 

Procede selon la revendication 10, 

10 caracterise en ce que la sous-couche appliquee directement 

sur 1' article plat est produite, apres seciiage et/ou frittage 
eventuels, avec une viscosite a I'etat fondu plus grande et/ou 
une plage de temperature de debut de fusion plus elevee que la 
couche superieure reposant sur elle* 

15 12,- Procede selon la revendication 10 ou 11, 

caracterise en ce que la couche superieure regoit une teneur 
en plastif iant plus elevee que la sous-couche. 

13. - Procede selon I'une quelconque des 
revendications 10 a 12, caracterise en ce que la couche 

20 superieure est formee en majorite avec des polyamides a has 
point de fusion, le cas echeant contenant un plastif iant* 

14. - Procede selon l^une quelconque des reven- 
dications 10 a 15, caracterise en ce que 1' enduit est applique 
sous la forme d'un reseau ponctuel. 

25 15.- Procede selon l*une quelconque des 

revendications 10 a 14-, caracterise en ce que sur la sous- 
couche reticulaire sont appliques des flocons d'un adhesif 
scellable a chaud a base de copolyamides. 

16*— Procede selon I'une quelconque des 

50 revBXJdicatioDs 10 a 15? caracterise en ce que I'ancrage 

d^adhesifs ou de plastif iants-adhesifs scellables a chaud, 
en poudre ou en flocons, dans la sous-couche reticulaire, 
est effeotue au moyen d'un mecanisme batteur et/ou d'un champ 
electrostatique^ 

35 17* - Procede selon I'une quelconque des 

revendications 10 a 16, caracterise en ce que 1' enduit n'est 
applique que sur une partie des triplures etagees. 

18.- Precede de preparation d'un enduit 
reticulaire selon I'une quelconque des revendications 1 a 8, 

40 caracterise en ce que 1 ' application de 1' enduit est effectuee 
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avec un reseau acellable a chaud, forme d'une feuille compo- 
site empreinte a detix couches ou de deux couclies superposees 
de nappes de fils entrecroises de composition differente. 

19. - Precede selon la revendication 18, 
caracterise en ce que la sous-couche directement appliquee 
sur 1' article plat a une viscosite de fusion plus grande et/ou 
une plage de temperature de debut de fusion plus elevee quo 

la couche super ieure se trouvant snv elle. 

20, - Precede selon I'une des revendications 
18 et 19, caracterise en ce que 1 • application de I'enduit 
est effectuee avec un reseau scellable a cliaud comprenant 
un stratifie en feuille empreint forme d'une feuille de 
polyethylene ou d«un copolymere d'ethylene, et d'une feuille 
de copolyamide contenant le cas echeant un plastifiant. 

.21.— Precede selon I'une quelconque des 
revendications 18 a 20, caracterise en ce que 1 ' application 
de I'enduit est effectuee avec un reseau scellable a chaud 
forme d'une couche de fils equidistants et paralleles de 
polyethylene ou d'un copolymdre d'ethylene et d'une deuxiime 
couche de fils equidistants et paralleles d'un copolyamide 
reposant sur la premiere couche et la croisant, 

22,— Precede selon I'xine quelconque des 
revendications 18 a 21, caracterise en ce que 1' application 
de I'enduit est effectuee avec un reseau scellable a chaud 
qui s'agglom^re sur 1' article plat sous la forme d'un reseau 
ponctuel. 
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